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符號表 

D：擴散係數(diffusion coeeficient [μm2hr-1]) 

D0：擴散常數(diffusion constant [μm2hr-1]) 

Q：致動能(activation energy [J.mol-1]) 

R：氣體常數(gas constant = 8.314 [J.mol-1.K-1]) 

T：絕對溫度(K) 

ε ：穩態潛變率(steady-state strain rate) 

n：應力指數(stress exponent) 

σ：應力 

ε：應變 

E：楊氏模數 

G：剪力模數 

γ：剪應變 

τ：剪應力 


